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Prozessintegrierte Reinigung 
von Bandmaterial

mit Hochdruckwasserstrahlmit Hochdruckwasserstrahl

Henry Beyer
OTA Oberflächentechnik Anlagenbau GmbH, Berlin



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Ausreichend hohe Energie in die Oberfläche einbringen

Notwendige und hinreichende Bedingungen zur 
Erzielung einer reinen Oberfläche

• Ausreichend hohe Energie in die Oberfläche einbringen
• Keine Schädigung der Werkstückoberfläche
• Keine Rückverschmutzung durch das Reinigungsmedium, 

unsachgemäßes Handling, etc.



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Energieeintrag / Kriterien



Reinigung mit Plasma

Strahlen und 
Ultraschallreinigung

Reinigung mit
Hochdruck-Wasserstrahl

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Bestimmung der Oberflächenspannung

Stanzen
Normalöl Feinstreinigung

Stanzen
Fluchtöl

Lötfähigkeit

Bondfähigkeit (Au)

Aqua 
destilata

Ultraschallreinigung

Beizen

Alkalische Reinigung

28    32    36    40    44    48    52    56    60    64    68    72
Oberflächenspannung in mN/m

Umspritzbarkeit



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Vermeiden statt Reinigen
• Reinigen soweit nötig und nicht soweit möglich

Anforderungen an Reinigungsprozesse

• Reinigen soweit nötig und nicht soweit möglich
(Folgeprozess bestimmt Grad der Reinheit)

• Gezielte Reinigung bei einzelnen Prozessschritten nach Analyse 
des Gesamtprozesses

• Kosteneffektivität



FIOR-Strategie

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Bestimmung des in jeder Prozessstufe benötigten 
Reinheitsgrades

• Ermittlung des geeigneten Reinigungsverfahrens
• Modulare und flexible dezentrale Reinigungsanlagen 

(mechanische und physikalische Reinigungsverfahren 
bevorzugt)

• Praxistaugliche Messverfahren zur Ermittlung der 
Oberflächenreinheit



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Kompakte, flexible und fertigungsintegrierbare Systeme (FIOR)

Anforderungsprofil an Reinigungsanlagen für 
kontinuierliche Durchlaufprozesse

• Kompakte, flexible und fertigungsintegrierbare Systeme (FIOR)
• Einfache Medienver- und -entsorgung („Wohnzimmerkriterium“)
• Als „Stand-Alone“ oder im „Reel-to-Reel“-Prozess einsetzbar
• Anwendbar für verschiedene Reinigungsaufgaben
• Kombinierbare Systeme mit unterschiedlichem Energieeintrag
• Einfache Bedienbarkeit
• Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis 



Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Prinzipielle Funktionsweise

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Mechanisches Reinigungsverfahren • Mechanisches Reinigungsverfahren 
• Keine Verwendung von chemischen Zusätzen
• Gerichtete Wasserstrahlen für selektive und gezielte Reinigung
• Interner Wasserkreislauf mit automatischer Abtrennung von 

Verunreinigungen über ein mehrstufiges Filtersystem
• Abblasen und Trocknen nach Reinigung
• Interner Kühlkreislauf



Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Parameter

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

ReinigungssystemReinigungssystem
• Reinigungsmedium Leitungswasser oder VE-Wasser
• Wasserdruck 20 – 200 bar
• Teilespezifische Düsenkonfiguration (Anzahl, Position, Art)
• Durchlaufgeschwindigkeiten 0 – 20 m/min.

Material
• Frei liegende Oberflächen
• Bandbreite 5 – 150 mm (bei Durchlaufanlagen)



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Anlagenausführung Übersicht



Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Anlagenausführung Details

Einlaufbereich        Reinigungszone            Abblasung

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Banddurchlaufrichtung

Einlaufbleche Düsenstöcke Bandführung



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Selektive Reinigung von Problembereichen möglich

Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Vorteile

• Selektive Reinigung von Problembereichen möglich
• In vorhandene Fertigungslinien integrierbar, 

kein zusätzlicher Arbeitsgang und Bediener notwendig
• Variabel bezüglich Aufstellort und -bedingungen,

nur Strom- und Druckluftanschluss notwendig
• Anbindung Steuerung an übergeordnete Steuerung über 

potentialfreie Schnittstelle und / oder Feldbus



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Verwendung von reinem Wasser im Kreislaufbetrieb ohne 

Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Vorteile

• Verwendung von reinem Wasser im Kreislaufbetrieb ohne 
chemische Zusätze

• Partikelfilterwechsel während des laufenden Betriebs möglich
• Abtrennung des Öls aus dem Wasserkreislauf durch Einsatz 

eines Ölabscheiders
• Problemlose Entsorgung des Reinigungswassers



Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

• Entfernung von Zinnflitter von vorverzinnten Stanzbändern

Reinigung mit Hochdruckwasserstrahl (SPOX®-HP)

��� � Typische Anwendungen

• Entfernung von Zinnflitter von vorverzinnten Stanzbändern
• Entfernung von Stanzrückständen (Späne, kein Stanzgrat)
• Entölung und Entfettung von Stanzbändern
• Partikelabreinigung (z. B. Strahlrückstände)
• Entfernung von Laserbearbeitungsspuren
• Kunststoffentgraten umspritzter HL-Bauelemente (Deflashing),  

ggf. mit elektrolytischer Vorbehandlung zur Kunststoffversprödung 



Flitterentfernung an vorverzinnten Stanzbändern
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl
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Flitterentfernung an vorverzinnten Stanzbändern

Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl
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Entölen / Entfetten von Stanzbändern 
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Entölen / Entfetten von Stanzbändern 
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Entölen / Entfetten von Stanzbändern 
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Entölen / Entfetten von Stanzbändern 
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Entölen / Entfetten von Stanzbändern 
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Partikelabreinigung von Stanzbändern 
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Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Partikelabreinigung von Keramiken
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Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Laserschmauchabreinigung von Folien
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Reinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Laserschmauchabreinigung von Folien
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Deflashing kunststoffumspritzter Trägerbänder
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Bandreinigung mittels Hochdruckwasserstrahl

Deflashing kunststoffumspritzter Trägerbänder
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen unter www.ota-anlagenbau.de


